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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคุณภาพแมพิมพเทอรมัลท่ีไดจากกระบวนการทําแมพิมพระบบคอมพิวเตอร 
ทูเพลท มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพแมพิมพเทอรมัลท่ีไดจากกระบวนการทําแมพิมพระบบ
คอมพิวเตอรทูเพลท 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพแมพิมพเทอรมัลท่ีไดจากกระบวนการทําแมพิมพ
ระบบคอมพิวเตอรทูเพลท โดยการทําลีเนียรไรเซชั่นแมพิมพเทอรมัล ยี่หอ A เนื่องจากเปนแมพิมพ
หลักท่ีใชอางอิงในการทดสอบ และทําการบันทึกภาพแมพิมพเทอรมัล ยี่หอ B C และ D ในสภาวะ
เดียวกัน จากนั้นวัดคาพ้ืนท่ีเม็ดสกรีนท่ีกําหนด นําแมพิมพท่ีไดจากการทําแมพิมพมาทดสอบ 
ความทนทานตอสารเคมีโดยการจําลองสภาวะทางการพิมพ ใชระยะเวลาการทดสอบ 1 ชั่วโมง ดวย
ความเร็วเครื่องพิมพตั้งตนท่ี 3,000 แผน/ชั่วโมง ทําการพิมพครั้งละ 100 แผน วัดคาพ้ืนท่ีเม็ดสกรีน
แผนพิมพท่ี 100 ตามตําแหนงท่ีกําหนด รวมท้ังตัวอักษร เสนขนาดเล็กบนแมพิมพ และแผนพิมพท้ังกอน 
และหลังการจําลองสภาวะทางการพิมพ  
 ผลจากการศึกษาพบวา หลังจากการทําลีเนียรไรเซชั่นแมพิมพเทอรมัลท้ัง 4 ยี่หอ มีคาเฉลี่ย
พ้ืนท่ีเม็ดสกรีนท่ีใกลเคียงกัน เม่ือจําลองสภาวะทางการพิมพ แมพิมพเทอรมัล ยี่หอ A B และ D มี
คาเฉลี่ยพ้ืนท่ีเม็ดสกรีนเปลี่ยนแปลงไปเทากับ ±1 เปอรเซ็นต สําหรับบริเวณตัวอักษร และเสนขนาดเล็ก
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย สวนแมพิมพเทอรมัล ยี่หอ C มีคาเฉลี่ยพ้ืนท่ีเม็ดสกรีนท่ีลดลงมากท่ีสุด 
ถึง -7.6 เปอรเซ็นต บริเวณตัวอักษร และเสนขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด โดยแบบเนกาทีฟ
มีขนาดท่ีบวมใหญข้ึน แบบพอสิทีฟมีขนาดท่ีเล็กลง บริเวณตัวอักษรแบบพอสิทีฟ ขนาด 2 พอยท  
เกิดการหลุดลอก 
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Abstract 
 

 A Study of plate making quality from Computer to Plate system . The 
purpose of this project are to study of quality on thermal plate to making via 
Computer to Plate system and to compare of quality on thermal plate 4 types, 
include performing the following step a) to d) in this order: a) test calibrated linearize 
on plate type A from suprasetter platesetting , b) used linearization curve on thermal 
plate type B, C and D and then measured the dot area on plates, c) an experimantal 
chemical resistance of plates on lithography press as same conditions : speed 3,000 
sheet per hour, period 1 hour, roller setting, ink keys, fountain keys and press 
calibration. Measured the dot area on printed sheet number 100  including character 
size, line on plate before and after experimental. 
 The result of experimental after the used linearization curve on 4 thermal 
plate, an average of dot area are similar and after printing test as same conditions on 
lithography press the thermal plate type A, B and D are the average dot area are 
changed ±1 percent. The character size and line has change a slight on thermal plate 
type C and dot area decreased -7.6 percent. The character size and line 0.125 point 
has change is noticeable on negative a larger size positive a smaller size for the 
positive character 2 point is peeled. 

 


